表7．   材料     学院（系、所）  研究生课程简介

	课程名称：电子制造技术                        课程代码：110.501

	英文名称：Electronic Manufacturing Technology

	课程类型：(□讲授课程  □实践（实验、实习）课程  □研讨课程 □专题讲座 □其它

	考核方式：考试 
	教学方式：课堂授课

	适用专业：材料学、纳米科学与技术、材料加工工程     
	适用层次： 硕士 (□    博士( □

	开课学期：      秋季   
	总学时/讲授学时： 32/ 32 
	学分：2

	先修课程要求： 

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术专长

	胡树兵
	教授
	材料学
	49
	表面工程

	吴懿平
	教授
	材料学
	55
	电子封装技术

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	课程教学目标：

通过“电子制造技术”课程的学习，使学员掌握电子产品制造的全过程以及相关的电子封装技术，重点集中在封装材料与微连接的金属学问题。内容包括芯片制造、先进电子封装与组装技术、微连接原理与互连界面等。重点讲述微连接相关内容：焊料润湿原理、焊料合金与助剂、Sn-金属的焊接反应、焊点下的金属化层、无铅焊接的金属学等。

本课程是材料学、纳米科学与技术专业研究生的选修课程。在秋季开课

教学大纲（章节目录）：

第一章 电子制造概述 

§1.1 电子封装在电子工业中的地位；
§1.2 软钎焊连接的特点及发展历程；

 §1.3 电子封装技术发展的特点 
第二章 微纳加工与芯片制造 

 §2.1微纳加工技术概述；

§2.2芯片制造工艺；

 §2.3半导体工艺材料
第三章 微互连原理

§3.1 焊料润湿原理

§3.2 Sn-与金属的冶金反应
§3.3焊点下的金属化层

§3.4互连界面的演变与演化

第四章 电子封装与组装工艺
§4.1 键合原理与工艺
§4.2凸点技术与凸点下的金属层技术
§4.3波峰焊技术

§4.4回流焊技术

第五章 电子封装工艺材料 

§5.1 焊膏

§5.2各向同性导电胶
§5.3 各向异性导电胶
 §5.4无铅焊料

第六章  电子制造可靠性

   §6.1 电子封装结构的可制造性设计
   §6.2电子产品失效分析程序

§6.3物质传输引起的失效

§6.4环境损害

§6.5力学性能退化

§6.6材料和设备的失效分析

现场教学部分
参观材料学院电子封装实验室并做可靠性实验，观看半导体工艺教学录像


	教材：  

《Electronic Packaging Technology and Materials》 郭福等译，科学出版社，2011年（双语教材）
《微连接原理》吴懿平编，武汉华中科技大学出版社2008年出版


	主要参考书：

《Solder Joint Technology》, King-Ning Tu, New York, Spinger, 2007

《电子制造技术基础》，吴懿平/丁汉主编，北京机械工业出版社2005年出版
《电子组装技术》，吴懿平/鲜飞主编，武汉华中科技大学出版社2007年出版

《电子制造技术-利用无铅、无卤素和导电胶材料》，刘汉诚，汪正平等。化学出版社，2005年


注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页


